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Performance, Qualitat, Flexibilitat, Zukunftssicherheit

ASMPT ziindet SMT-Produktionsturbo

Mit der neu entwickelten Bestuckplattform
SIPLACE V, dem groBBformatigen Lotpastendrucker
DEK TQ XL und dem hybriden Bestiickautomaten
SIPLACE CA2 setzt ASMPT zur productronica neue
MaBstabe in Performance, Qualitat, Flexibilitat und
Investitionssicherheit. Markt & Technik sprach mit
Thomas Bliem, VP R&D bei ASMPT SMT Solutions,
iiber die neue Ara in der Produktionstechnik und die
Perspektiven, die sie fliir die Zukunft der Elektronik-
fertigung eroffnet.

Markt&Technik: Herr Bliem, was steckt hinter |h-
rem productronica-Motto ,,We boost your
Intelligent Factory“?

Thomas Bliem: Wir verleihen der intelligenten Elektro-
nikfertigung den entscheidenden Schub - nicht nur bei
Performance, sondern ebenso bei Qualitat, Flexibilitat
und Zukunftssicherheit. In Zeiten rasanter technologi-
scher Veranderungen und steigender Anforderungen
bedeutet das fiir unsere Kunden ganz konkret: Sie kon-
nen schneller auf Marktanforderungen reagieren, ihre
Fertigung stabiler und nachhaltiger gestalten und sich
frihzeitig Wettbewerbsvorteile in den Schliisselmark-
ten der Zukunft sichern.

Koénnen Sie das in Zahlen greifbar machen?

Sehr gern. Bei den ersten beiden Maschinen unserer
neuen Bestuckplattform, der SIPLACE V und der gro-
Beren Variante SIPLACE V L, die jetzt vorgestellt
werden, bedeutet das konkret: bis zu 30 Prozent mehr
Real Performance in Schlisselbranchen wie Automo-
bil und Industrie, der IT- und Netzwerkinfrastruktur,
Consumer-Elektronik und Smartphones. Unsere Kun-
den kénnen somit mehr bestlckte Leiterplatten in
karzerer Zeit fertigen, die Auslastung ihrer Linien erho-
hen und zugleich die Stiickkosten senken — und das
alles ohne zusatzlichen Platzbedarf. Gerade in Ferti-
gungsumgebungen mit hohen Flachen- und
Betriebskosten ist dieser reale Produktivitatsschub ein
klarer Wettbewerbsvorteil.

Da haben Sie in den wichtigsten Schliisselbran-
chen einiges zu bieten. Wie haben Sie diese
Leistungssteigerungen erreicht?

Wir haben die SIPLACE V Plattform von Grund auf neu
entwickelt und leiten damit eine neue Ara in der SMT-
Fertigungstechnik ein. Der Rahmen ist hun wesentlich
verwindungssteifer, was deutlich héhere Beschleuni-
gungen der Hauptachsen erlaubt. Zudem haben wir

die Verfahrwege verkurzt und optimiert — ein entschei-
dender Faktor, denn ein Bestlickkopf legt pro Schicht
enorme Distanzen zurlck, da zahlt jeder Zentimeter.
Einen maBgeblichen Anteil am wirklich beeindrucken-
den ,V-Boost® haben auch unsere komplett
Uberarbeiteten Bestlickkopfe, die sowohl héhere Ge-
schwindigkeiten als auch mehr Prazision ermoglichen
und damit entscheidend zur gesteigerten Performance
beitragen.

Haben Sie da noch ein paar Zahlen fiir uns?

Unser Collect-and-Place-Kopf SIPLACE CP20 platziert
bis zu 52.500 Bauelemente pro Stunde — und das bei
einer nochmals gesteigerten Genauigkeit von 25 ym @
30. Der SIPLACE CPP kann softwaregesteuert zwi-
schen Collect-and-Place-, Pick-and-Place- und
Mixed-Modus wechseln und erreicht dabei bis zu
28.000 Bauelemente pro Stunde, bei Bestlickkraften
von bis zu 15 N. Und schlieBlich der Pick-and-Place-
Kopf SIPLACE TWIN VHF (Very High Force): Er verarbei-
tet OSCs bis zu einer GroBe von 200 x 150 x 55 mm
(SIPLACE V L Version), passt die Verfahrgeschwindig-
keit automatisch an und erzielt eine
Bestuickgeschwindigkeit von bis zu 6.000 Bauelemen-
ten pro Stunde. Die Bezeichnung VHF steht fur Very
High Force — damit meinen wir: Bestlickkrafte bis 100
N.

Sie sprechen immer von ,,Real Performance“. Was
meinen Sie genau damit?

Viele Hersteller geben die Leistung ihrer Maschinen
mit Ergebnissen aus Standard-Benchmarks an, die
aber oft nicht sehr aussagekraftig sind. Das gilt beson-
ders fur High-Mix-Low-Volume-Fertigungen. Wir aber
haben unsere Performance gezielt auf solche an-
spruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Denn im
Praxisbetrieb zahlt eben nur die Real Performance:
Wahrend andere Systeme hier splrbar an Grenzen sto-
Ben, halt unsere neue SIPLACE V Plattform das
Leistungsniveau konstant hoch. Zugleich Uberzeugt
sie mit einer optimierten Floorspace Performance. Die
deutlich schlankere Tray Unit V tragt zusatzlich zum
kompakten Footprint bei. Gleichzeitig bietet unsere
neue Plattform die maximale Flexibilitat, die
Highspeed-Fertiger heute erwarten.




Was verstehen Sie genau unter ,maximaler Flexibi-
litat«?

Thomas Bliem: Ein Beispiel ist die neue universelle
Kopfschnittstelle, die einen Wechsel sogar im laufen-
den Betrieb ermdglicht. Hinzu kommt der modulare
Aufbau der SIPLACE V Plattform: Sie ist als Ein- oder
Zweiportal-Version verflgbar und lasst sich optional
etwa mit einem 3D-Koplan-Modul oder zusatzlichen
Kameras erweitern. Zudem kann jeder SIPLACE V Be-
stuckautomat mit zwei Flachenmagazinwechslern
ausgestattet werden, die sich flexibel auch mit Tray-
Kassetten bestlicken lassen. Beim Transportsystem
hat der Kunde die Wahl zwischen Einfach- und Dop-
peltransport. Im Doppelmodus (Version SIPLACE V)
kénnen entweder zwei Leiterplatten im Format 400 x
280 mm parallel verarbeitet oder ein groBes Board bis
700 x 530 mm bearbeitet werden. Hinzu kommt die
deutlich gesteigerte Feeder-Kapazitat: Bis zu 45 8-mm-
Forderer finden nun in der SIPLACE V Plattform Platz -
unabhangig von den bendtigten Optionen.

Welche Optionen zum Beispiel?

Zum Beispiel unser Smart Pin Support. Die SIPLACE V
benotigt dafur keinen separaten Pin Picker mehr: Die
Unterstutzungspins werden direkt vom Bestuckkopf
gesetzt und anschlieBend automatisch auf die kor-
rekte Hohe gepruft.

Was bietet die SIPLACE V Plattform in Sachen Tra-
cing und Bestiickqualitat? Da stellen Kunden heute
ja sehr hohe Anforderungen.

Ein anschauliches Beispiel liefert die Automobilin-
dustrie: Sie fordert eine luckenlose Nachverfolgung
samtlicher verarbeiteter Bauelemente — vom Gebinde
bis zum fertigen Produkt. Genau das gewahrleisten
wir. Daruber hinaus sind wir die Einzigen am Markt, die
individuell ansteuerbare Drehantriebe an jedem ein-
zelnen Pipettensegment fur eine hochprazise
Winkelausrichtung bieten. Ergadnzend sorgt unsere
Closed-Loop-Sensortechnik dafiir, dass Bauelement-
hohe und Leiterplattenprofil kontinuierlich in Echtzeit
erfasst werden. So kann die Bestlickkraft optimal an-
gepasst und héchste Prazision gewahrleistet werden.

Das hort sich ja sehr iiberzeugend an. Aber nicht je-
der Fertiger will gleich in eine vollig neue Linie
investieren.

Das ist auch nicht nétig. Die SIPLACE V Plattform ist -
abgesehen von den Bestuckkdpfen — vollstandig kom-
patibel. Vorhandene Feeder und hochauflosende
Kameras lassen sich problemlos weiterverwenden.
Gleichzeitig integriert sich die Plattform nahtlos in die
Softwarewelt von ASMPT: von der Maschinensoftware
Uber die Anwendungen der WORKS Software Suite bis
hin zu unseren Factory Solutions. So kann jeder Ferti-
ger seine Linie Schritt fur Schritt modernisieren — im
eigenen Tempo, mit kalkulierbaren Investitionen und
ohne Bruch in bestehenden Prozessen.

Ist das Geld dann auch langfristig gut angelegt?

In jedem Fall. Wer sich heute fir die SIPLACE V Platt-
form entscheidet, legt damit eine zukunftsweisende
Basis fur klinftige Innovationen. Die Maschine verfugt
Uber souverane Leistungsreserven fur kommende Be-
stuckkopfgenerationen, die Maschinenarchitektur ist
bereits auf weitere Automatisierungsschritte vorberei-
tet, und das Design ist von Anfang an Ready for KI.
Durch den in samtlichen Bereichen der Maschine er-
reichten Quantensprung auf den Industriestandard
Gbit-Ethernet, konnen wir in der M2M-Kommunikation
sehr groBe Datenmengen bewaltigen. Das bedeutet:
mehr Echtzeitdaten, mit mehreren Gigabit pro Se-
kunde, von der Pipettenspitze zum Kundenserver, und
damit beste Voraussetzungen, die intelligent vernetzte
Fertigung optimal zu nutzen. Damit investieren unsere
Kunden nicht nur in eine Maschine, sondern in die Zu-
kunft ihrer gesamten Produktion.

Gibt es so einen Booster auch beim Lotpasten-
druck?

Den gibt es — mit unserer DEK TQ Plattform. Sie deckt
nun mit drei Modellvarianten alle Fertigungssituatio-
nen ab. Dazu gehoren der vielfach bewahrte DEK TQ fur
Hochvolumen, der DEK TQ L, ein Allrounder flir hohere
Flexibilitat, sowohl in der High-Mix- als auch in der
High-Volume-Fertigung, und, jetzt neu, der DEK TQ XL
fur sehr groBe Leiterplatten bis 850 x 610 mm und 8
mm Dicke, bei bis zu 4 mm Verwoélbung. Solche For-
mate sind zum Beispiel in High-End-Servern oder in K-
Anwendungen gefragt.

Koénnen Sie bei solchen Formaten noch eine ausrei-
chende Nassdruckgenauigkeit und Performance
gewabhrleisten?

Mehr als das. Mit einer Nassdruckgenauigkeit von = 20
pum @ 2,0 cpk setzt der DEK TQ XL neue MaBstabe in
seiner Klasse — aktuell sind wir damit konkurrenzlos
am Markt. Prazision und Prozessstabilitat sind gerade
bei diesen groBformatigen und hochkomplexen Leiter-
platten entscheidend, da sie entsprechend wertvoll
sind und bereits geringe Ausschussraten spurbare
Auswirkungen hatten. Der Kernzyklus betragt lediglich
12 Sekunden, der gesamte Bearbeitungszyklus ist
nach 22,4 Sekunden abgeschlossen. Damit beweist
unser GroBformatdrucker, dass er auch in der
Highspeedwelt voll mithalten kann.

Bremsfaktor fiir die Performance ist ja bei vielen
Lotpastendruckern die Schablonenreinigung. Wie
sieht das bei den DEK TQ Druckern aus?

Von Bremsfaktor kann hier nicht die Rede sein. Das ef-
fiziente Hochgeschwindigkeits-Unterseitenreini-
gungssystem der DEK TQ Drucker, mit unabhangigen
Linearantrieben, verkurzt die Reinigungsvorgange im
Vergleich zu herkdmmlichen Lésungen um bis zu 50
Prozent. Je nach Anforderung lauft die Maschine damit
mehr als acht Stunden ohne Bedienereingriff — also




eine komplette Schicht. Méglich machen das eine 22-
Meter-Vliesrolle und ein 7-Liter-Reinigungsmitteltank.
Das Reinigungsmittel wird im Top-Down-Verfahren ge-
zielt nur im Bereich der Leiterplatte aufgetragen,
wodurch der Verbrauch erheblich sinkt. Und dank un-
seres Pivot-Designs entsteht ein optimaler, koplanarer
Kontakt zur Schablonenunterseite — flir maximale Rei-
nigungsqualitat bei gleichzeitig reduziertem
Ressourceneinsatz.

Ist der DEK TQ XL denn auch so gut vernetzt wie die
Bestlickautomaten?

Absolut. Alle Lotpastendrucker der DEK TQ Reihe ver-
figen - wie unsere Bestlicker - uber die
standardisierte IPC-HERMES-9852-Schnittstelle. So
werden linienubergreifende, intelligente Funktionen
méglich, etwa der Automated Program Change: Uber
Barcode oder IPC-HERMES-Daten erkennt die Ma-
schine automatisch einen Loswechsel und |4dt
selbststandig das passende Fertigungsprogramm. Die
Leiterplatte tragt ihre Informationen dabei wie einen
digitalen Reisepass von Station zu Station — und jede
Maschine passt Transport und Programmierung ohne
Operator-Eingriff an. Ein weiteres gutes Beispiel ist die
Kombination eines SPI-Systems mit unserer WORKS
Optimization Applikation. Sie fungiert als Inline-Exper-
tensystem und optimiert den Druckprozess in einem
geschlossenen Regelkreis vollautomatisch.

Mit der Europa-Premiere der SIPLACE CA2 riicken
Sie auch das Thema Advanced Packaging in den
Fokus. Welche Bedeutung hat dieser Bereich fiir
ASMPT SMT Solutions?

Eine sehr groBe. Der Trend geht klar zu System-in-
Package-Modulen, die sowohl Dies als auch konventi-
onelle SMDs in einem Gehéduse vereinen. Solche
Module finden sich heute in nahezu allen Bereichen, in
denen Innovation kompakt, leistungsstark und kosten-
effizient umgesetzt werden muss - von 5G-
Kommunikation Gber Wearables und AR-/VR-Brillen
bis hin zu loT-Gateways, Fahrerassistenzsystemen
oder sogar implantierbarer Medizintechnik. Genau fur
diese Bauelemente haben wir die SIPLACE CA2 entwi-
ckelt, die aktuell auf enorme Nachfrage stoBt. Dieser
hybride Bestlickautomat verarbeitet sowohl gegurtete
SMDs als auch Dies direkt vom gesagten Wafer — und
der Markt bestatigt: Die SIPLACE CA2 ist die richtige
Maschine zur richtigen Zeit.

Die-Handling ist ja eigentlich eine klassische Ba-
ckend-Technologie und nicht gerade fiir ihre hohe
Verarbeitungsgeschwindigkeit bekannt. Kann denn
die SIPLACE CA2 entsprechende Stiickzahlen lie-
fern, um den Bedarf der Branche zu decken?

Genau das ist der Unterschied: Die SIPLACE CA2
bringt die Prazision der Backend-Welt in den Takt der
SMT-Fertigung. Sie platziert bis zu 54.000 Dies direkt
vom gesagten Wafer und 76.000 SMDs vom Gurt pro
Stunde - und erreicht dabei eine Bestlickgenauigkeit

von =7 pym bei einer Prozessstabilitat von 3c. Anders
gesagt: Bereits rund 68 Prozent aller Bestlickungen lie-
gen innerhalb von nur #2,3 pm (10). Den hohen
Durchsatz erreichen wir, weil wir die Die-Ablésung
konsequent vom Bestlckprozess entkoppelt haben -
mit Hilfe eines Pufferspeichers, der beide Schritte pa-
rallelisiert. Ebenso wichtig ist die Flexibilitat: Uber ein
automatisches Wechselsystem lassen sich bis zu 50
verschiedene Wafer verarbeiten, ein Waferwechsel
dauert nur 13 Sekunden.

Und was spricht noch fiir die SIPLACE CA2? Die-
Verarbeitung direkt vom Wafer? Man spart also tat-
séachlich einen kompletten Arbeitsgang, das Die
Taping?

Ganz genau: Das Die Taping wird Uberflissig. Damit
lassen sich in einer Hochvolumenlinie mehrere Millio-
nen Euro pro Jahr und bis zu 800 Kilometer Gurtabfall
vermeiden. Ein weiterer entscheidender Vorteil des
hybriden Bestlickautomaten ist das lickenlose Tra-
cing, auch bei komplexen Multi-Die-Applikationen.
Hinzu kommen klare Kosten- und Umweltaspekte: Mit
der SIPLACE CA2 mussen keine separaten Die-Bonder
auBerhalb der Linie betrieben werden, weil sich dieser
bislang ausgelagerte Prozess nahtlos in einen klassi-
schen SMT-Linienaufbau integrieren lasst. Das spart
Platz, Wege und Energie. All das macht die SIPLACE
CA2 zu einer Losung, die technologische Innovation
mit handfesten wirtschaftlichen und okologischen
Vorteilen verbindet — und damit fir viele Fertiger be-
sonders interessantist.
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SIPLACE V bietet maximale Geschwindigkeit fiir Schliisselbranchen:
Der SIPLACE CP20 Besttickkopf erreicht bis zu 52.500 Be/h bei 25 ym
@ 3 o-ideal fir anspruchsvolle Highspeed-Fertigungen.

(Bildquelle: ASMPT)

SIPLACE V: Ready for the Future - Latenzfreie Datentibertragung mith-
ilfe der Free Space Optics bildet die Basis fiir Big Data Management
und Analysis.

(Bildquelle: ASMPT
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